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МЕТОД ВЗРЫВНОЙ ЛИТОГРАФИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

 
ABSTRACT: This work was carried out for creation of photoresist structure for which the edge of 
metal would be smooth. The method of explosive lithograph and so-called «image reversal» 
photoresist were used in this work. 
 

Данная работа проводилась для создания такого профиля фоторезиста, чтобы край 
наносимого металла был бы плавным, при этом использовался метод взрывной литографии 
[1]. Этот метод состоит из нескольких этапов: 

- создание фоторезистной маски со специальным профилем; 
- нанесение металла методом вакуумного термического испарения; 
- удаление или «взрыв» фоторезиста. 

 

 
Рис. 1. Профиль фоторезиста марки  

TI-35ES. 
 

 
Рис. 2. Фоторезист с нанесенным 
металлом. Толщина фоторезиста 

составляет 3 мкм, толщина металла  0,15 
мкм. 

В работе используется так называемый 
«image reversal» фоторезист. После проведения 
фотолитографических операций фоторезистная 
маска имеет профиль, приведенный на рис. 1. 

При температурах 110°С - 120°С фоторезист 
становится текучим, а это приводит к изменению 
наклона боковой стенки маски. Поэтому нами 
были разработаны режимы одновременной 
ультрафиолетовой и термической стабилизации. 
Цель этой операции состоит в повышении адгезии 
и термостойкости фоторезиста.  

Облучение ультрафиолетовым светом 
приводит к фотополимеризации резиста, за счет 
чего его поверхность затвердевает, таким 
образом, фиксируется боковая стенка маски. Но 
излучение не может проникать в весь объем 
фоторезиста, поэтому одновременно с 
фотополимеризацией применяют 
термополимеризацию. Она проводится при 
температурах 90°С-160°С в несколько стадий с 
постепенным повышением температуры.  

При нанесении металла методом вакуумного 
термического испарения за счет специального 
профиля фоторезиста металлическая пленка 
образует плавный край изображенный на рис. 2.  

Результатом проведенной работы стало создание методом взрывной литографии 
металлического рисунка с пологим краем. 
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